第五届“创形杯”力学结构优化创意设计大赛
竞赛规程
一．竞赛内容：
在科技高速发展的现代社会，电子产品的制作越来越精细，对物理安全性能的要求也越来越高。以智能手机为例，其在出厂前都会接受抗摔性测试（大多是在1.5m高度，20mm厚的大理石地板上进行6面自由跌落试验），由于测试环境的特制性，一般都能够通过，但在日常使用中却面临各种真实随机的跌落破碎隐患，尤其是电子屏。如何保护电子产品免受跌落破损风险，是大家比较关心的话题。此次竞赛就是鼓励同学们设计出合理的力学结构，探求最佳的电子产品跌落保护模型。
参赛队利用组委会统一发放的规则物块（模拟电子产品）和2片钢化膜，利用计算机3D建模软件设计一个合理的力学结构并使用仿真软件进行模拟仿真与优化，再利用3D打印技术打印出实体模型。除此之外不得使用其它任何材料。利用该实体模型的保护，使粘贴在物块上的钢化膜在一定高度跌落后仍不损坏。参赛队可选择从一级跌落高度、二级跌落高度、三级跌落高度三个高度进行试验。若跌落后钢化膜损坏，则竞赛无成绩。试验进行前一天，参赛队还需提交一份报告，报告要求包含设计依据、设计图和模拟仿真结果。实体模型由同型号的3D打印机统一打印，材料为聚乳酸（PLA）。钢化膜的尺寸、规则物块的尺寸和重量、跌落高度等具体信息将在报名结束后向各参赛组公布。
二．制作规则：
1、构件可拼接，举办方提供502胶水用于粘接防水；
2、3D打印机打印构件最大尺寸150mm × 80mm × 80mm，且每组只有三次打印机会。
3、其他未尽事项将在培训时统一解释说明。
三．评分标准：
1、保护能力评判： 以落地后钢化膜无任何损坏且实体模型模型也无损坏者为优，满分40分。由评委现场评分。
2、质量评判：以实体模型质量轻者为优，满分20分。由评委现场评分。
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其中，Mi为该模型的质量，Mmax为所有成功模型中质量的最大值，Mmin为所有成功模型中质量的最小值。
3、报告评判：以使用模拟仿真软件进行结构优化且对设计依据进行充分描述者为优，满分20分。由评委在决赛前对分析报告进行评分。注意：所有参赛组使用的模拟仿真软件需为正版经授权软件，若使用无正版授权软件，则取消参赛资格。
4、外观评判：以结构新颖、美观大方、赏心悦目者为优，满分为10分。由评委现场评分。
5、加分项：选择一级跌落高度且挑战成功的参赛队可获得加分5分，选择二级跌落高度且挑战成功的参赛队可获得加分3分，选择三级跌落高度的参赛队无加分。
6、所得总成绩为上述五项成绩之和。
四．文件格式要求：
本次比赛使用的3D打印文件格式为STL格式。
五．赛程安排：
竞赛分培训、初赛和决赛三部分。2019年5月报名结束后，于5月中下旬组织相关专家对参赛选手进行集中培训，介绍竞赛规则、3D打印机基本原理和模拟仿真软件使用规程，培训合格后进入初赛。初赛由各参赛队自行进行结构设计，于2019年6月30日前将STL格式的设计方案和相关分析报告提交给竞赛专家组进行初选。通过初选的作品进入决赛，7月15日前公布决赛名单并安排打印时间。2019年10月15日前举行公开决赛，并由竞赛专家组进行成绩评定，最终颁发奖品。
六．报名方式：
采用参赛队报名形式，每队3-5人。详情见报名通知。
